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クリーン室、CARE-TEC装置、基板成膜装置、アニール装置、基板検査装置（レーザーテック・リ

ガク・ブルカー・JFE・キーエンス）、CMPパッド加工装置、パッド検査装置、パッド貼り合わせ

装置、大型（ターニング、横中ぐり盤、門型ドリルセンタ）、最大（30ｔクレーン、7.5tリフト）

海外拠点 海外取引実績 中国・台湾・米国

アピールポイント

パワー半導体に利用されるSiC基板のナノレベル平坦化技術（CAREーTEC）を特色としています。

技術・製品内容

主要設備　

米国関連会社（ARACA.INC）

・半導体基板研磨パッド加工装置（CMP）

・半導体基板超精密平坦化装置（CARE-TEC）

・半導体基板（SiC・AlNテンプレート）・機械加工

・半導体CMPパッド製造会社

・半導体製造会社

従業員数 取得認証

事業概要・生産品目 取引先

18名

鈴木　英資 三重県四日市市黄金町38番地

資本金 売上高 4億3,000万円8,000万円

代表者

デジタルガイド　シート

会社名 業界・市場

株式会社東邦鋼機製作所 半導体・製造設備、基板加工

AlNテンプレート 三重大学連携製品 CARE-TEC 大阪大学連携製品

大型加工（5mターニング、4.5mマシニング） PAD加工装置


